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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件中的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中国仪器仪表行业协会提出并归口。
本文件主要起草单位：中国仪器仪表行业协会、中国电子技术标准化研究院、深圳市万里眼技术有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、电子科技大学、普源精电科技股份有限公司、鼎桥技术有限公司、云南省医疗器械检验研究院、北京迪力科技有限责任公司、北京神州泰科科技有限公司、中国工程物理研究院计量测试中心。
本文件主要起草人：程红、张红、李雷、吴月辉、刘霞，王运付，姜元山、邱根，苟轩、史慧、杨小倩、李涛、邵冬雪、杨杰、邬世翔、何鹏。
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[bookmark: _Toc223445814]
引  言
当前，在全球科技产业正加速重构、国产电子测量仪器面临“技术迭代压力”与“市场突围需求”的双重背景下，为落实国家“新型工业化”战略部署和质量强国要求，急需破解电子测量仪器自主创新过程中的产业化瓶颈，重点解决关键技术风险识别不清晰、科技成果转化效率低、产品定型标准不统一、规模化应用瓶颈等问题。本文件以技术成熟度理论为核心框架，深度融合国产电子测量仪器研发设计、工艺优化、生产管理的实践经验，构建一套覆盖全生命周期的评价方法与流程。通过规范研发阶段技术状态判定、产品工程化验证标准及产业化准备要求，引导行业树立“分阶段管控、全流程溯源”的质量意识，有效降低技术风险与资源浪费，推动国产电子测量仪器从“技术可行”向“市场可用”到“产业可推广”加速转化，为提升国产电子测量仪器核心竞争力、实现高端化规模化发展提供标准支撑。
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[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc116655941][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97190718][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc112747952][bookmark: _Toc112403911][bookmark: _Toc223445816][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件确立了电子测量仪器技术成熟度评价的术语和定义、技术成熟度评价指标体系，规定了评价指标的取值规则，描述了评价结果形成规则和评价活动的组织实施。
本文件适用于电子测量仪器研发过程中概念论证、工程研制、产品定型、产业化推广等全阶段的技术成熟度评价，其他仪器仪表、电子产品的技术成熟度评价可参照本文件执行。
[bookmark: _Toc97190719][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc116655942][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc112747953][bookmark: _Toc223445817][bookmark: _Toc112403912]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB 4793.1-2025 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求
GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范
GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验
GB/T 13166-2018 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验
GB/T 18268.1-2025 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求
GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》
GB/T 37143-2018 电工电子产品成熟度试验方法
GB/T 37974-2019 自动测试系统验收通用要求
[bookmark: _Toc116655943][bookmark: _Toc97190720][bookmark: _Toc112747954][bookmark: _Toc112403913][bookmark: _Toc223445818]术语和定义
[bookmark: _Toc26986532][bookmark: _Hlk112690099]下列术语和定义适用于本文件。
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技术成熟度　technology readiness
技术经过研究、开发、验证和应用所达到目标的程度。
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技术成熟度等级　technology readiness levels
用于衡量技术成熟度的尺度。
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技术状态　configuration
在技术文件中规定的并在产品实物或样机中达到的功能性能指标、结构参数、软硬件架构、接口特性、可靠性参数及技术风险状态等相关特性。
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原理样机　breadboard
电子测量仪器研制过程中，仅用于验证技术原理、关键功能架构或创新设计思路实现，不考虑产品可靠性的试验用样机。
注1：原理样机以实现技术可行性验证为目标，重点关注核心技术单元的功能实现，采用简化的硬件配置、临时替代部件或非工程化工艺，不涉及可靠性设计及产品化优化。
注2：原理样机组成结构、性能指标及物理形态仅代表技术原理的初步工程化验证状态，而非产品的最终形态。
注3：该阶段软件以功能或算法原理验证为目标，可采用原型程序或临时代码实现，不要求形成完整的软件架构和受控的软件版本。
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工程样机　engineering model
电子测量仪器研制过程中，用于试验验证最终产品性能参数、结构、材料、外观等目标所制造的样机。
注1：工程样机的硬件采用接近批量生产一致或兼容的核心部件、工艺路线及质量控制标准，接近产品的最终形态。
注2：工程样机的软件具备相对稳定的软件架构和接口，可实现预期主要功能和性能指标，具备基本的软件版本管理和配置控制能力。
[bookmark: _Toc17405][bookmark: _Toc223445824][bookmark: _Toc19562][bookmark: _Toc223445825]3.6　
关键技术　critical technology
实现电子测量仪器功能、性能等主要技术指标所必须的关键软硬件技术或密切相关的重要过程及方法。
[bookmark: _Toc24073][bookmark: _Toc223445826][bookmark: _Toc223445827][bookmark: _Toc23851]3.7　
主观赋值法　subjective assignment method
基于一定的赋值依据，由评价人员根据经验、证明等情况，在规定的赋值区间内取得指标值的方法。
注：使用主观赋值法时，取值规则应规定针对每个评价指标的赋值依据、赋值区间。
[bookmark: _Toc223445828]等级划分和评价原则
1.1　 [bookmark: _Toc223445829]等级划分
电子测量仪器技术成熟度等级划分的设立，主要考虑了以下三个要素：
1. 参考国内外技术成熟度9级划分的基本概念和相关标准表述，本文件提出了电子测量仪器的9个技术成熟度等级，每个评价等级的界定见表1；
1. 依据电子测量仪器研制过程，从原理研究、技术研发、原理样机研制、工程样机研制、产品试生产到产品批量生产等不同阶段的目标、研究过程和成果物的不同，综合考虑软硬件技术状态、系统集成情况及技术风险水平控制，结合产品项目管理、技术管理、质量管理等要素要求，提出了各个技术成熟度评价等级界定的基本内容和要求；
1. 结合技术研究、工程化和产品化等三个维度，将电子测量仪器技术成熟度划分为3个阶段。
[bookmark: _Toc13237_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15587_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19397_WPSOffice_Level2]表1 电子测量仪器技术成熟度评价等级界定
	技术成熟度等级
	评价等级界定
	研发阶段

	1级
概念定义阶段
	完成仪器核心技术原理的理论分析，提出初步的软硬件架构方案，初步提出软硬件功能分工、系统组成，识别关键技术清单；完成软件所需的测量控制、数据采集与处理等核心功能的概念性定义；未开展实物验证，仅通过理论推导或仿真分析论证技术方案可行性。
	原理研究

	2级
方案设计阶段
	完成仪器物理架构与功能性能指标的详细设计方案，建立关键技术的实验室验证方法；部分基础指标通过原理性试验初步验证，形成原理性验证记录；完成单板结构、单板硬件、单板互联设计方案；明确软件功能分解、接口关系和数据流程，形成完整的系统设计方案。
	技术研发

	3级
子系统集成阶段
	完成核心分系统或子模块的开发与调试，实现子系统级功能集成；关键功能和特性通过实验室环境下的单元测试，但未进行整机联调；实现软件的测量、控制、数据处理等功能在子系统层级集成，系统控制逻辑、关键算法和数据处理流程在实验室环境下完成初步验证。
	技术研发

	4级
原理样机验证阶段
	完成原理样机整机设计与集成，在实验室可控环境下验证技术指标、基本功能，但未涉及可靠性与环境适应性测试；软件能够稳定完成测量、控制和数据处理等核心任务。
	原理样机
研制

	5级
原理样机完善阶段
	完成原理样机全功能验证，软件能够稳定运行，通过技术指标、技术长稳状态、电气安全、环境适应性、可靠性验证，但未进行工程化工艺优化。
	原理样机
研制

	6级
工程样机工程化阶段
	完成工程样机制造，通过系统性验证，且通过技术指标、技术长稳状态、电气安全、环境适应性、可靠性验证，软件功能、接口等基本固化，软硬件配置基本受控，技术状态基本固化，具备小批量试产条件。
	工程样机
研制

	7级
工程样机应用验证阶段
	在典型目标场景完成工程样机的试验验证和比对验证，软件功能、性能和稳定性满足应用需求，设计图纸、技术文档、工艺规程及质量控制标准等固化，技术风险和应用风险基本可控。
	工程样机
研制

	8级
小批量试产阶段
	完成仪器定型及小批量试产，通过生产验证和用户试用，系统性能和质量一致性满足要求，软硬件配置和技术状态受控，具备批量生产技术条件。
	产品
试生产

	9级
批量生产与市场化阶段
	实现仪器产品规模化量产，建立完善的供应链体系，具备持续迭代升级和长期工程应用能力，产品满足市场准入条件，进入成熟市场，具备售后支持能力，成为行业公认的成熟货架产品。
	产品
批量生产


1.2　 [bookmark: _Toc223445830]评价原则
[bookmark: _Toc26294][bookmark: _Toc176785447][bookmark: _Toc23192][bookmark: _Toc6051][bookmark: _Toc8658_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc23466][bookmark: _Toc17252][bookmark: _Toc32367_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc176785589][bookmark: _Toc184152404][bookmark: _Toc18214][bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc14098][bookmark: _Toc12631][bookmark: _Toc19430][bookmark: _Toc24985_WPSOffice_Level2]电子测量仪器技术成熟度评价，宜遵循以下原则开展工作：
1. 适用性原则：评价工作应紧密结合电子测量仪器研制各阶段（概念论证、工程研制、产品定型、产业化推广）的技术特征与管理要求，按照技术成熟度等级由低到高逐级开展阶段评价，有效识别和控制转阶段风险（如原理验证不充分导致工程化失败、工艺验证缺失引发量产质量问题等），原则上不宜跳级判定。对于已完成全部研制工作的成套产品，应基于设计文档、生产记录、使用反馈、检测报告等全生命周期证据材料，系统性追溯技术实现过程，综合判定其技术成熟度等级，避免仅依据单一环节或仅获取局部改进情况进行评价；
1. 客观性原则：评价应基于统一明确的技术成熟度等级条件和评价细则，聚焦电子测量仪器整机技术状态，从关键技术指标达成度（如测量精度、稳定性、响应时间）、技术状态长效稳定性（如温湿度漂移、长期运行可靠性）、电气安全合规性（如电磁兼容、绝缘防护）、系统互操作性（如接口协议兼容性、数据互通能力）等维度，通过实物测试、文档核验、现场验证等客观手段收集证据，减少主观判断影响。不应以核心部件或子系统的技术成熟度替代整机评价，确保评价对象为完整的电子测量仪器系统（含硬件、软件、配套附件等）；
1. 科学性原则：评价方法、流程及指标体系应严格遵循国家/行业相关标准及行业实践验证的工程化方法。评价工具应具备定量分析与定性分析结合的能力，确保评价过程可追溯、结果可复现，真实反映仪器在技术可行性、工程实现度、应用适配性等方面的实际状态；
1. 多方参与原则：电子测量仪器的技术成熟度定级和评价，一般包括被评价方、评价方和用户方等。被评价方（研制单位）提供完整技术资料、样机实物及应用案例，配合现场核查与数据验证；评价方（第三方机构/专家团队）由技术专家（含仪器领域、可靠性工程、标准化专家）、行业资深工程师、质量体系认证人员组成，独立开展评价指标符合性判定；用户方（目标客户/终端用户）参与应用场景适配性评价，提供使用需求符合性反馈（如操作便捷性、维护成本、数据兼容性等）。必要时，可邀请行业/质量监管机构、供应链代表（如核心部件供应商）参与，确保评价覆盖技术研发、生产制造、市场应用全链条，提升结果的行业公信力与应用指导性。
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1.3　 [bookmark: _Toc223445832]评价指标体系框架
电子测量仪器技术成熟度评价指标体系，由二个层级的评价指标构成，如表2所示。其中，一级评价指标4个，二级评价指标15个。每一个技术成熟度等级的评价，根据第6章的规定，按照主观赋值法开展评价。此外，考虑到电子测量仪器涉及技术指标、工艺制造、实际使用等多个方面，具有一定的扩展性，实际评价过程中可根据产品的不同情况进行适度调整、扩展或优化。
表2 评价指标体系
	一级评价指标
	二级评价指标

	准入要求
	各阶段的技术成熟度评价的准入要求

	设计评价
	1）仪器设计的符合性情况

	
	2）技术指标达成度符合性情况

	
	3）外观、重量、材质的符合性情况

	
	4）技术评价或考核情况

	
	5）资料完整齐套情况

	试验评价
	1）最优环境试验情况

	
	2）实验室环境试验情况

	
	3）工况环境试验情况

	
	4）技术评价或考核情况

	
	5）资料完整齐套情况

	制造评价
	1）制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：

	
	2）供应链稳定性情况

	
	3）技术评价或考核情况

	
	4）资料完整齐套情况


1.4　 [bookmark: _Toc223445833][bookmark: _Toc2710]评价指标的设立
电子测量仪器的技术成熟度评价指标的设立，主要考虑如下因素：
1. 准入要求：各阶段的技术成熟度评价的准入要求为，应满足其相应较低技术成熟度等级要求；
1. 设计评价：宜根据不同阶段的设计要求的实现情况、性能指标要求以及实物外观形态的特征实现情况开展评价。要求如下：
1) 仪器设计的符合性情况：可依据《可行性设计报告》、《初步设计方案》、《产品设计大纲》、《技术规格书》等技术文件，完成相应的理论推导、数学建模、仿真验证或实物验证；
2) 技术指标达成度符合性情况：可根据相应阶段的设计要求，针对静态精度、动态响应时间、长期稳定性等关键参数，完成相应的理论推导、数学建模、仿真验证或实物验证，相关参数应满足国家、行业计量规范、检定规程要求，如电子测量仪器涉及软件，宜开展软件评估测试。如产品声明全生命周期要求及其指标，应提供保证在其生命周期内的技术指标达成度的要求和评价方法；
3) 外观、重量、材质的符合性情况：原理样机及之前的阶段，其外观、重量和材质可与最终产品有所不同，工程样机外观和材质应与最终产品基本一致，重量可略有不同。针对特殊场景或特殊尺寸的电子测量仪器最终产品，可以根据技术成熟度等级的要求，按比例缩尺模型的阶段性产品开展技术成熟度评价。如，针对航空航天、深海探测等特殊场景的缩尺模型/原理样机，允许外观、重量、材质与最终产品存在差异，但核心功能接口需与设计方案完全一致；
4) 技术评价或考核情况：邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了关键技术指标，完成了技术更新和验证；
5) 资料完整齐套情况：设计文档应完整、齐套，并完成项目管理文档归档。
1. 试验评价：宜根据不同阶段试验验证要求和国家、行业标准符合性规定，具体测试内容可根据不同阶段的产品进行调整。要求如下：
1) 最优环境试验情况：主要适用于实现关键技术实现验证，在温度、湿度、洁净度的最优测量条件下验证实物的功能和性能。该实物可以是面包板、子模块、子系统、原理样机、工程样机等；
2) 实验室环境试验情况：对于工程样机整机，可参考GB/T 6587-2012第4章、GB 4793.1-2025等标准规定的安全性、环境适应性、包装运输、电磁兼容性、电源适应性、可靠性等要求（以下简称6性）；对于自动测试系统，可参考GB/T 37974-2019第6章规定开展验证，验证实物的功能、性能、可靠性、稳定性等实现情况；对于电子测量仪器涉及的软件，可参考GB/T 25000.51-2016相关要求；
3) 工况环境试验情况：主要适用于工程样机等整机，在如室外、移动等全状态、全场景、全条件状态下，验证实物的功能、性能、可靠性、稳定性等要求的符合性情况，其中，设计余量考核、模拟误用试验可分别参考GB/T 13166-2018的4.3和第5章执行；
4) 技术评价或考核情况：邀请内外部专家开展了相关的试验考核，覆盖了试验大纲全部要求，完成了试验内容更新和验证；
5) 资料完整齐套情况：试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套。
1. 制造评价：宜考虑电子测量仪器制造工艺稳定性以及供应链稳定性等内容。要求如下：
1) [bookmark: OLE_LINK1]制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：如焊接温度、装配公差等控制能力，与设计要求和装配要求的符合性情况，如GB/T 2828.1-2012；
2) 供应链稳定性情况，主要考虑影响关键技术的软硬件和部组件等供应商的能力水平和风险管控，如元器件自主可控或国产化要求；
3) 技术评价或考核情况：邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了质量控制指标，完成了资料更新和验证；
4) 资料完整齐套情况：生产工艺管理等文档完整、齐套。
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1.5　 [bookmark: _Toc223445835][bookmark: _Toc18815]取值方法
电子测量仪器技术成熟度评价，采用主观赋值法。其中：
1） 一级评价指标“准入要求”为符合性条款，不占分值，不满足该条款要求，则不能开展相应技术成熟度等级的评价；
2） 具有赋值依据的指标，根据赋值区间给予的分值进行赋值；
3） 不具有赋值依据的指标，该指标可不予评价。
1.6　 [bookmark: _Toc223445836]各等级取值规则
[bookmark: _Toc223445837]等级1 概念定义阶段
提出技术原理与概念，未开展实物验证。等级1应符合表3要求。


表3 技术成熟度等级1级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	——
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
1） 研究并提出了电子测量仪器的基本工作原理；
2）完成了关键技术查新，识别国内外类似产品、相关论文、知识产权及专利；
3）研究并提出了产品应用场景和适用环境，如：运行环境的温湿度条件、洁净间、温控实验室、一般室内、户外、移动载具等；
4）提出初步软硬件架构方案，包括系统组成、硬件模块划分、功能分工、主要硬件模块、数据采集与处理流程、控制逻辑及内外部数据接口关系。
	0分～35分

	
	技术指标达成度符合性情况：
1）识别了信号采集/发生、数模/数模转换、信号处理/计算等关键技术；
2）完成部分关键技术概念可行性验证，或通过论文、专利、仿真获得理论和技术支持。
	0分～35分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
提出了仪器外观、重量、材质等基本要求，绘制外观基本草案、草图。
	0分～15分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，覆盖了关键技术指标，完成了技术更新和验证。
	0分～10分

	
	资料完整齐套情况：
宜形成技术概念说明、关键技术清单、关键物料、器件需求规格书等设计说明文件，资料文档完整、齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	——
	——

	制造评价
	——
	——


[bookmark: _Toc3202][bookmark: _Toc223445838][bookmark: _Toc127433444][bookmark: _Toc117465037]等级2 方案设计阶段
落实初步设计，启动部组件级原理验证。等级2应符合表4要求。
表4 技术成熟度等级2级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级1的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
完成电子测量仪器系统级方案设计，明确系统功能分解与性能指标分配及关键技术路线；形成物理架构设计，明确主要功能模块组成及其相互关系。
	0分～15分

	
	技术指标达成度符合性情况：
1）预测量程、带宽、精度、动态响应等技术指标的理论可达范围，提出了技术指标实现和测试验证初步方案；
2）编制了产品初步设计方案，开展了信号算法、高频信号杂散、热通道模型等关键技术仿真验证。
3）开展了软件测量控制、数据采集与处理子模块开发。
4）开展了单板结构、单板硬件、单板互联设计方案。
	0分～25分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
针对预期功能和应用需求，确定仪器外观尺寸、材质选型及内部结构布局。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，对系统方案、关键技术路线及主要技术指标的合理性和可实现性进行评价，形成评审或论证记录，完成了技术更新和验证。
	0分～10分

	
	资料完整齐套情况：
宜形成需求分析、初步设计方案及相关支撑文件，包括系统架构说明、功能分解说明、模块设计说明、总体测试说明、关键技术分析材料等，相关资料文档完整、齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况：
完成传感器、信号采集与处理、软件控制单元、显示模组等单独组件的原理性选型、搭建和试验验证，积累了测试数据，验证组件级功能可行性。
	0分～20分

	
	实验室环境试验情况
	——

	
	工况环境试验情况
	——

	
	技术评价或考核情况：
邀请内部或外部专家开展了相关的试验考核，覆盖了试验大纲全部要求，完成了试验内容更新和验证。
	0分～10分

	
	资料完整齐套情况：
试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套。
	0分～5分

	制造评价
	——
	——


[bookmark: _Toc12574][bookmark: _Toc223445839]等级3 子系统集成阶段
完成子系统级实物搭建，验证子系统级功能。等级3应符合表5要求。
表5 技术成熟度等级3级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级2的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
在方案设计基础上，迭代并形成软硬件详细设计方案和实施方案，明确子系统（如传感器模块、信号调理与采集单元、软件控制与数据处理单元等）的功能划分、接口规范与时序协同逻辑，确保能够开展子系统级集成与验证。
	0分～15分

	
	技术指标达成度符合性情况：
完成各子系统或子模块实物制作与调试，如传感器模组、电路测试板，软件控制或数据处理单元等，经验证相关技术指标满足或接近设计预期。
	0分～20分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
完成各子系统或子模块实物制作，如传感器模组、电路测试板，其结构、材料、尺寸可与成品一致、等比例缩小或缩小后略有不同。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，覆盖了关键技术指标、接口实现及主要技术指标达成情况，完成了技术更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
宜形成项目计划、详细设计方案、软硬件详细设计方案、原理样机设计图纸、质量特性设计、质量计划等文件，资料文档完整、齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况：
完成各分系统或子模块等实物的功能测试和试验验证；完成软硬件测量、控制、数据处理等功能的正确性和稳定性验证；更新测试数据并进行了分析，结果符合或接近预期目标。
	0分～15分

	
	实验室环境试验情况
	——

	
	工况环境试验情况
	——

	
	技术评价或考核情况：
邀请内部或外部专家开展了相关的试验考核，覆盖了试验大纲全部要求，完成了试验内容更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
验证计划、试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套。
	0分～5分

	制造评价
	制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况
	——

	
	供应链稳定性情况：
根据关键部组件规格及风险分析报告，提出关键部组件和集成模组的选型或加工制造要求，启动委外试制或按照供应链管控要求开展工作。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了质量控制指标，完成了资料更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
相关制造管理文档完整、齐套。
	0分～5分


[bookmark: _Toc6671][bookmark: _Toc223445840]等级4 原理样机验证阶段
完成原理样机集成，实验室环境验证系统功能。等级4应符合表6要求。
表6 技术成熟度等级4级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级3的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
迭代并形成软硬件详细设计文档，明确原理样机机械结构（如开放式框架）、电气结构布局，软件总体架构、功能模块划分、主要控制逻辑与数据处理流程，与现有实物、文档等向匹配。
	0分～15分

	
	技术指标达成度符合性情况：
根据关键技术指标要求，编制测试验证方案，对软硬件协同实现的测量、控制与数据处理功能开展验证，验证结果符合或接近设计预期。
	0分～15分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
完成原理样机整机装配，可采用简化工艺或替代部件，实现子系统功能集成，如信号采集-处理-显示，相关软件功能能够支撑整机基本运行与功能演示。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，覆盖了软硬件总体方案、关键算法或控制逻辑的合理性，完成了技术更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
持续完善设计文档，形成与原理样机对应的软件设计说明、接口说明或版本说明，资料文档完整、齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况
	——

	
	实验室环境试验情况：
1）编制实验室环境下关键技术指标验证方案和测试大纲，开展技术分析，结果符合预期目标；
2）提出6性设计方案，部分设计方案在实验室环境下依据GB/T 6587-2012要求开展测试验证，验证结果符合预期目标。
3）在实验室环境下，对原理样机的软硬件功能运行稳定性、基本异常处理能力进行验证，验证结果符合预期目标。
	0分～15分

	
	工况环境试验情况
	——

	
	技术评价或考核情况：
邀请内部或外部专家开展了相关的试验考核，覆盖了试验大纲全部要求及软硬件运行状态和测试结果合理性的评价，完成了试验内容更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套，软硬件测试记录与版本对应关系清晰。
	0分～5分

	制造评价
	制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：
验证关键部组件适配性，如传感器安装精准度、电路兼容性、接口牢固性等，验证软硬件接口匹配性与系统集成可实现性，确认部组件选型符合生产要求。
	0分～10分

	
	供应链稳定性情况：
完成关键部组件和集成模组的选型、加工制造要求、委外试制的验证工作，验证结果符合预期。
	0分～5分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了质量控制指标及软硬件集成状态的合理性验证，完成了资料更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
起草生产工艺管理文档，明确原理样机阶段的软硬件配置状态和管理要求。
	0分～5分


[bookmark: _Toc15330][bookmark: _Toc223445841]等级5 原理样机完善阶段
完成原理样机全功能验证，形成初步工艺文件。等级5应符合表7要求。
表7 技术成熟度等级5级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级4的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
编制了较为完整成套的产品设计技术文件，包括与原理样机一致的软硬件总体设计、功能模块划分和接口说明。
	0分～15分

	
	技术指标达成度符合性情况：
按照设计文档和测试大纲要求要求，对全部技术指标要求进行测试验证和技术分析，软硬件协同实现的测量、控制和数据处理功能验证结果符合本阶段设计预期。
	0分～15分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
完成原理样机全功能装配，含信号采集、数据处理、整机控制、显示单元等，系统能够连续、稳定运行并支撑整机功能演示。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，覆盖了关键技术指标及软硬件控制逻辑和数据处理结果合理性，完成了技术更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
编制了设计方案，形成与原理样机版本对应的设计和测试资料，资料文档完整、齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况
	——

	
	实验室环境试验情况：
参考GB/T 6587-2012、GB/T 11463-1989、GB/T 18268.1-2025等相关国家标准或用户选择适宜的技术要求编制测试大纲，完成实验室环境下的测试验证或长期性稳定性考核，软硬件运行稳定性和关键功能持续工作的验证，验证结果符合本阶段设计预期。
	0分～15分

	
	工况环境试验情况
	——

	
	技术评价或考核情况：
邀请内部或外部专家开展了相关的试验考核，覆盖了试验大纲全部要求并对试验结果及系统运行状态进行综合评价，完成了试验内容更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套，软硬件版本与试验结果对应关系清晰。
	0分～5分

	制造评价
	制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：
编制了装配工艺文件，提出了生产工序的基本要求，明确软硬件集成和装配过程中的基本控制要求。
	0分～10分

	
	供应链稳定性情况：
根据技术方案持续完善和补充外购和选型部组件要求。
	0分～5分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了质量控制指标及验证整机集成状态和一致性验证，完成了资料更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
明确原理样机阶段的配置状态和管理要求，逐步完善生产工艺管理文档。
	0分～5分


[bookmark: _Toc23977][bookmark: _Toc223445842]等级6 工程样机工程化阶段
完成工程样机制造，模拟典型场景验证。等级6应符合表8要求。
表8 技术成熟度等级6级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级5的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
形成成套的产品设计文档、产品规范、检验检测方案等质量管理文件，明确工程样机阶段软硬件配置、接口定义及系统集成关系，设计状态与实物一致。
	0分～15分

	
	技术指标达成度符合性情况：
1）对产品关键特性参数，进行多次实验室环境下实测数据分析，积累了测试数据并进行了分析；
2）固化了功能、性能指标描述和测试验证方法；
3）软件控制逻辑、关键算法和数据处理流程与测试方法一一对应，版本受控。
	0分～15分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
完成工程样机及配套附件（如电源、线缆）装配，外观、结构、材料、工艺与最终产品相近或相同，软件能够在工程化形态下稳定运行。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，覆盖了关键技术指标并验证了系统工程化实现能力和稳定性，完成了技术更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
宜编制《产品规范》，规定工程样机软硬件配置、技术状态和管理要求，资料文档完整、齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况
	——

	
	实验室环境试验情况
	——

	
	工况环境试验情况：
[bookmark: OLE_LINK4]1）参考GB/T 6587-2012、GB/T 11463-1989、GB/T 18268.1-2025等相关国家标准或依据用户选择的技术要求及典型应用场景，开展工程化状态下软硬件功能、性能和运行稳定性验证，更新测试大纲，补充了测试验证数据；
2）依据GB/T 37143-2018要求，积累并明确最大环境适应性数据和极限能力数据，开展了可靠性分析和验证，依据GB/T 25000.51-2016，开展软件连续运行和异常工况处理能力测试。
	0分～15分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内部或外部专家开展了相关的试验考核，覆盖了试验大纲全部要求，对系统工程化应用能力进行综合评价，完成了试验内容更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
宜编制应用验证报告，认证测试报告、试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套，软硬件配置与试验结果对应关系清晰。
	0分～5分

	制造评价
	制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：
明确生产工艺关键质量控制点（如焊接温度、装配公差），明确软硬件集成、装配和调试过程中的工程化控制要求，持续完善工艺文件。
	0分～10分

	
	供应链稳定性情况：
根据技术方案持续完善外购部组件要求，关键软硬件相关部组件选型稳定、可复现。
	0分～5分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了质量控制指标及验证整机工程化一致性和稳定性验证，完成了资料更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
宜形成《装配工艺流程》等文件，更新工程样机阶段的配置管理和技术状态控制要求，生产工艺管理文档完整、齐套。
	0分～5分


[bookmark: _Toc223445843][bookmark: _Toc223445748][bookmark: _Toc223445795][bookmark: _Toc223445676][bookmark: _Toc19205][bookmark: _Toc223445844]等级7 应用验证与小批量准备阶段
典型应用场景实测，验证量产可行性。等级7应符合表9要求。
表9 技术成熟度等级7级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级6的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
更新完善产品设计文档、产品规范、检验检测方案等设计文件，明确应用验证阶段的系统功能配置、接口定义和技术状态，设计状态与工程样机和应用验证实物保持一致。
	0分～15分

	
	技术指标达成度符合性情况：
1）对产品关键特性参数，按照典型应用场景多次实测数据分析，积累了测试数据，或与开展比对分析，测试结果符合产品设计指标要求，软件功能、性能及运行稳定性满足应用需求；
2）固化了产品关键技术指标体系，更新了产品规范，软件功能配置和技术状态保持一致并受控。
	0分～15分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
在工程样机及配套附件基础上，根据各指标验证结果和测试结果适度完善工艺，软件能够在接近最终产品形态下稳定运行。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，覆盖了关键技术指标及软件在典型应用场景下的功能完整性和稳定性验证，完成了技术更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
设计文档成套，系统相关技术文档、配置说明与应用验证结果对应清晰，资料文档完整、齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况
	——

	
	实验室环境试验情况
	——

	
	工况环境试验情况：
参考GB/T 6587-2012、GB/T 11463-1989、GB/T 18268.1-2025等相关国家标准或用户选择适宜的技术要求编制典型工况环境应用场景测试大纲，完成工况环境应用场景的测试，更新了6性相关要求和说明，验证软硬件在典型应用场景下的连续运行能力、稳定性和异常工况处理能力，证明产品质量可靠性和性能指标满足预期指标要求，符合小批量生产条件。
	0分～15分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内部或外部专家开展了相关的试验考核，对系统应用适应性和工程稳定性进行综合评价，覆盖了试验大纲全部要求，完成了试验内容更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套，系统配置与试验结果对应关系清晰。
	0分～5分

	制造评价
	制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：
持续完善工艺文件，并监控落实情况，确保系统集成、装配、调试过程中的一致性。
	0分～10分

	
	供应链稳定性情况：
持续供应链管理文件并监控落实情况，关键软硬件相关部组件选型稳定，满足小批量准备要求。
	0分～5分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了质量控制指标及整机系统一致性和应用稳定性验证，完成了资料更新和验证。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
宜编制《试产检验报告》，更新小批量准备阶段的系统配置和技术状态要求，生产工艺管理文档完整、齐套。
	0分～5分


[bookmark: _Toc4491][bookmark: _Toc223445845]等级8 小批量试产与定型阶段
完成试产验证，产品状态固化。等级8应符合表10要求。
表10 技术成熟度等级8级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级7的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
产品设计文档、产品规范、检验检测方案等设计文件能够得到有效落实，设计状态与小批量试产产品保持一致，系统功能配置、接口和技术状态受控。
	0分～5分

	
	技术指标达成度符合性情况：
持续跟踪指标符合性情况，经测试符合国家、行业标准及产品技术规范要求，软件功能、性能和稳定性在试产产品中保持一致。
	0分～15分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
与最终产品在外观、结构、重量、材质等方面保持一致，软件能够在最终产品形态下稳定运行。
	0分～10分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了的技术评价，覆盖了关键技术指标及软件功能完整性、稳定性和一致性验证，完成了技术更新和验证，完成了验收评审。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
宜编制《产品定型报告》，仪器总体、系统设计说明、软件、硬件、试验等成套设计方案完整、产品手册齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况
	——

	
	实验室环境试验情况：
制定产品抽样方案并完成抽检工作，产品功能性能指标、质量可靠性和一致性符合产品设计要求，软硬件运行状态和测试结果一致、可重复。
	0分～10分

	
	工况环境试验情况：
根据产品检验要求或质控管理要求，宜开展工况环境下应用验证。
	——

	
	技术评价或考核情况：
邀请内部或外部专家开展了相关的试验考核，覆盖了试验大纲全部要求及软硬件在试产状态下的应用稳定性进行评价验证，完成了试验内容更新和验证，完成了验收评审。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套，软硬件配置与试验结果对应关系清晰。
	0分～5分

	制造评价
	制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：
生产工艺达到可有序生产的水平，系统集成、装配和调试过程稳定，产品一致性可控，具备批量生产条件。
	0分～15分

	
	供应链稳定性情况：
产品各类软硬件、部组件、标准件、集成类硬件等供应渠道可靠且稳定，关键系统相关部组件选型固定，满足持续供货要求。
	0分～15分

	
	技术评价或考核情况：
邀请内外部专家开展了相关的技术评价，覆盖了质量控制指标及整机系统一致性和工程稳定性考核验证，完成了资料更新和验证，完成了验收评审。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
生产工艺管理文档完整、齐套，试产状态下的系统配置和技术状态记录完整。
	0分～5分


[bookmark: _Toc15898]
[bookmark: _Toc223445846]等级9 批量生产与市场化阶段
规模化量产，技术状态稳定。等级9应符合表11要求。
表11 技术成熟度等级9级取值规则
	一级评价指标
	取值规则

	
	赋值依据
	赋值区间

	准入要求
	满足技术成熟度等级8的定级条件。
	——

	设计评价
	仪器设计的符合性情况：
产品设计文档、产品规范、检验检测方案等设计文件能够得到有效落实，设计状态与批量生产产品保持一致，系统功能配置、接口和技术状态长期受控。
	0分～5分

	
	技术指标达成度符合性情况：
持续跟踪符合国家、行业标准和产品技术规范要求，确保定型产品技术指标达成标准符合性要求，在长期批量生产和工程应用过程中，软件功能、性能和稳定性持续满足定型要求。
	0分～10分

	
	外观、重量、材质的符合性情况：
日常产品在外观、结构、重量、材质等方面与定型产品保持一致，软件在最终产品形态下能够长期稳定运行。
	0分～5分

	
	技术评价或考核情况：
设立受控技术文件有效性核查和持续改进机制并按规定执行，对电子测量仪器功能演进、技术状态变更进行规范化管理。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
仪器总体、系统设计说明、软件、硬件、试验等成套设计方案完整、产品手册齐套，作为举证材料供评审。
	0分～5分

	试验评价
	最优环境试验情况
	——

	
	实验室环境试验情况：
根据产品型式检验要求，产品功能性能指标、质量可靠性和一致性符合产品设计要求，系统运行状态在型式检验和日常抽检中保持一致。
	0分～10分

	
	工况环境试验情况：
如有工况环境型式试验，在工况环境下，产品功能性能指标、质量可靠性和一致性符合产品设计要求，系统在典型应用工况下运行稳定。
	0分～5分

	
	技术评价或考核情况：
设立型式检验的日常监督考核机制并按规定执行，对系统长期运行稳定性进行持续监督。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
试验大纲、原始记录、报告、结果评价等文档完整、齐套，系统配置与试验结果对应关系清晰、可追溯。
	0分～5分

	制造评价
	制造过程中的工艺参数达成与质量一致性情况：
1） 依据产品设计文档、产品规范、生产工艺文件、检验检测等成套文件，开展日常生产工作；
2） 日常型式结果符合产品定型要求，未发生重大技术缺陷，系统集成、装配和调试过程稳定，批量产品一致性可长期保持。
	0分～20分

	
	供应链稳定性情况：
产品各类软硬件、部组件、标准件、集成类硬件等供应渠道可靠且稳定，可保证正常订货周期和生产周期，关键系统相关部件具备长期稳定供货能力。
生产测试装备可靠且稳定，生产技术人员、工艺工装配置齐全，能保证产品工艺参数达成质量要求的情况下，按照预定生产周期产出。
	0分～15分

	
	技术评价或考核情况
设立生产质量管理日常监督考核机制并按规定执行，对整机系统质量和技术状态进行持续管控。
	0分～5分

	
	资料完整齐套情况：
生产工艺管理文档完整、齐套并定型，批量生产状态下的系统配置、技术状态、作业指导书、出厂检验、物料管理、供应商管理等记录完整，可进行追溯。
	0分～5分


[bookmark: _Toc223445847]评价结果形成规则
1.7　 [bookmark: _Toc223445848]技术成熟度等级定级分数计算
根据第6章技术成熟度等级取值规则，结合被评价的对象的实际情况，由评价人员进行取值。取值为整数，且应在对应的二级评价指标的赋值区间内。将所有二级指标算术加法之和，即为技术成熟度评价分数。
1.8　 [bookmark: _Toc223445849]技术成熟度等级定级评价报告
技术成熟度定级计算结果形成的同时，宜编制评价报告，说明取值的理由及取值情况，评价报告的内容包括但不限于以下内容：
——评估对象名称、型号、研制单位、应用领域、研发阶段；
——期望评价的技术成熟度评估等级；
——技术成熟度评价依据的标准；
——实施时间、地点、评价人员等；
——评估过程获取的实物、资料文档、现场核查等信息描述；
——评价的主要过程和特殊情况描述以及处理情况；
——定级分数及评价结果。
1.9　 [bookmark: _Toc223445850]技术成熟度等级定级评价结果
技术成熟度等级评价结果，宜按照评价的分数段进行划分确定定级评价结果，如表12所示。
表12 技术成熟度等级评价结果
	定级分数
	70及以下
	[70,75)
	[75,80)
	[80,90)
	[90,100)

	评价结果
	较差
	一般
	合格
	良好
	优秀





[bookmark: _Toc185522751][bookmark: _Toc185514678][bookmark: _Toc185517013][bookmark: _Toc185512961][bookmark: _Toc185871681][bookmark: _Toc25101]
[bookmark: _Toc16695][bookmark: _Toc223445851]附  录  A
（资料性）
评价活动的组织实施
[bookmark: _Toc10727][bookmark: _Toc3823][bookmark: _Toc223445852]A.1 概述
电子测量仪器技术成熟度评价遵循标准化流程，涵盖评价准备、评价申请、评价审查、评价认定四个核心环节，确保评价过程规范透明、结果科学可信。各环节应形成可追溯的记录文件，支撑技术成熟度等级的客观判定。
[bookmark: _Toc7787][bookmark: _Toc4262][bookmark: _Toc223445853]A.2 评价准备
被评价方完成自评并准备完整评价材料。
1. 被评价方明确需评价的产品对象，确认拟申请评价产品当前的技术状态：
1) 确定具体评价产品，明确当前版本号、关键技术参数、已完成验证项目等；
2) 对照第5章要求，逐项确认产品在设计、试验、制造等方面的实际状态。
被评价方确定拟申请的产品技术成熟度等级目标，参考本文件相关要求，开展自评工作：
1) 依据第6章、第7章要求开展自评；
2) 结合产品研发进度，明确拟申请的技术成熟度等级。
完成自评工作后，被评价方结合产品前期设计、试验和制造等情况，进行工作总结和材料补充，编写评价申请资料，整理自评价证明文件清单：
1) 整理证明文件清单，如《产品技术说明书》、《设计图纸》（含软硬件架构图）、《验证报告合集》、《工艺文件》（如装配规程、检验标准）、供应链清单（关键部件供应商及国产化率）、自评报告（含自评过程、不符合项分析及整改措施）、项目进度计划；
2) 编写评价申请报告，内容包括：产品概述、申请等级及理由、自评结论、证明文件索引。
[bookmark: _Toc26408][bookmark: _Toc223445854][bookmark: _Toc25192]A.3 评价申请
被评价方向评价方提交申请材料。
1. 被评价方完成评价准备工作后，向评价方提交评价申请报告：
被评价方通过指定渠道（线上平台/纸质文件）向评价方提交评价申请报告及附件（电子版+纸质盖章版），注明联系人及联系方式；
评价方在收到申请报告后，应对申请材料进行初审，对是否受理给予反馈：
1) 评价方在5个工作日内完成初审，重点审查：材料完整性、逻辑一致性、格式规范性；
2) 受理：材料合格则发放评价受理通知，明确审查时间节点；
3) 补正：材料缺漏则一次性告知需补充内容，被评价方在预定时间内重新提交；
4) 终止：两次补正仍不合格，评价方出具不予受理通知，说明理由。
[bookmark: _Toc223445855][bookmark: _Toc9542][bookmark: _Toc23521]A.4 评价审查
[bookmark: _Toc2283][bookmark: _Toc223445856]A.4.1 形式审查
评价方组建形式审查组，一般为3至5人，含技术专家、标准化专家、用户代表、支撑人员等，相关人员应具备高级技术职称或同等技术职级要求。
1. 审查内容包括：
1) 齐套性检查：核查材料清单，确认文件是否完整；
2) 规范性检查：文件格式是否规范，图表编号是否连续，签署流程是否完整（研发负责人、质量主管签字盖章）；
3) 逻辑性检查：不同文件间关键信息是否一致。
1. 输出结果：
1) 合格：进入技术审查；
2) 不合格：出具形式审查整改通知，被评价方需在约定工作日内完成修改，否则终止审查。
[bookmark: _Toc17496][bookmark: _Toc223445857]A.4.2 技术审查
实施主体：评价方组建技术审查组，一般为5至7人，含技术专家、标准化专家、工艺专家、用户代表、支撑人员等，相关人员应具备高级技术职称或同等技术职级要求。
审查流程：
1. 文档审查：
1) 对照第6章、第7章要求，逐项核验证明文件有效性；
2) 核查符合性：设计评价（设计文档、图纸与实物一致性）、试验评价（测试环境、结果与试验大纲描述一致性）、制造评价（工艺文件、资料与生产现场匹配度）。
1. 现场验证：
1) 样机测试：宜开展现场试验，验证核心指标（如等级6需测试工程样机温湿度循环后的性能恢复率）；
2) 制造现场考察：查看工艺装备（如SMT生产线、老化测试房）、质量管控文件（如FMEA记录、首件检验表）、供应链管理（关键部件库存、备选供应商资质）。
1. 专家质询：
1) 被评价方汇报研发过程、自评依据及关键技术突破；
2) 专家针对技术风险（如进口部件替代计划）、验证充分性（如场景测试时间是否达标）等提问，要求提供原始数据或记录。
1. 输出文件：定级分数及评价报告，列明审查过程、合格项与不符合项、整改建议，有效期（一般为3年）等。
[bookmark: _Toc16477][bookmark: _Toc223445858][bookmark: _Toc23969]A.3 评价结果应用
被评价方宜依据评价报告,在产品铭牌/说明书中注明技术成熟度等级（如“TRL-8”），接受社会监督。
[bookmark: _Toc13705]
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